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(54) Verfahren zum Herstellen von Leiterplatten mit Durchkontaktierungen 



(57) Zur Vermeidung von Problemen, die durch 
Schwinden beim Ausharten von Fullmaterial entstehen, 
wird beim Herstellen von Leiterplatten (1) mit minde- 
stenseinerelektrisch leitenden Durchkontaktierung, die 
in einer Bohrung eines isolierenden Basis-Materials (2) 
von der einen (21 ) zur anderen Oberflache (21 , 22) ver- 
lauft, wie folgt vorgegangen: Das Basis-Material wird 
aut den Oberflachen mit zweischichtigen Folien (3, 4), 
von der eine erste Schicht aus einer Cu-Folie (31, 41) 
und eine zweite Schicht (32, 42) aus einer Cu-Schicht 
(32\ 42'), einer Acrylnitril-Butadien-Styrol-Mischpoly- 
merisat-Schicht (32", 42") oder aus einer selbsthaften- 
den Kunststoffschicht (32*, 42*) besteht, derart ver- 



prefBt, daB die Cu-Folien am Basis-Material gut haften. 
Die Bohrungen werden erzeugt. Diese und die freilie- 
genden Oberflache der Schichten (32', 42'; 32°, 42"; 
32*, 42*) werden mit Cu-Schichten (6, 6') versehen. Die 
metallisierten Bohrungen werden mit einem Isolierma- 
terial (7) oder mit einem Leitmaterial (7') vollstandig ge- 
fullt. Die Schichten (32', 42'; 32", 42"; 32*, 42*) werden 
zusammen mit den Cu-Schichten (6, 6') entfernt. Uber 
die verbleibenden Cu-Folien uberstehende Stubs (71, 
72; 81, 82) des Isoliermaterials oder des Leitmaterials 
werden nach dessen Ausharten entfernt und somit die 
Oberflachen der Cu-Folien planarisiert. Diese werden 
in ublicher Weise zur Herstellung von Leitungsmustern 
strukturiert. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft Verfahren zum Herstellen von 
Leiterplatten mit mindestens einer elektrisch leitenden 
Durchkontaktierung, die in einer Bohrung eines isolie- 
renden Basis- Mate rials von einer ersten Oberflache zu 
einer zweiten Oberflache verlauft. 

Einederartige Durchkontaktierung einer Leiterplat- 
te dient z.B. dazu, eine elektrisch leitende Verbindung 
zwischen einer auf der ersten Oberflache verlaufenden 
Leitbahn und einer auf der zweiten Oberflache verlau- 
fenden Leitbahn herzustellen, so daB auf beiden Ober- 
flachen elektronische Komponenten angebracht wer- 
den konnen, die untereinander gemaB einer zu realisie- 
renden Schaltung miteinander verbunden werden kon- 
nen. 

Ublicherweise handelt es sich bei den Durchkon- 
taktierungen urn in der Leiterplatte an vom Layout der 
zu realisierenden Schaltung vorgegebenen Stellen an- 
gebrachte Bohrungen, deren Innenseiten metal lisiert 
sind. 

Solange auf den Leiterplatten nur Komponenten mit 
AnschluBdrahten oder -beinchen (Widerstande, Kon- 
densatoren, Spulen, Ubertrager, Dioden, Transistoren, 
integrierte Schaltungen etc.) anzubringen waren, konn- 
ten die AnschluBdrahte oder -beinchen direkt in die me- 
tallisierten Bohrungen eingesetzt und darin verlotet wer- 
den. Heutige Komponenten sind jedoch fast 
ausschlieBlich SMD-Komponenten. (Das Akronym 
SMD ist aus dem englischen Begriff surface mounted 
device gebildet.) 

Im Gegensatz zu Komponenten mit AnschluBdrah- 
ten oder -beinchen haben SMD-Komponenten nurnoch 
AnschluBpads. Diese werden flach auf Leitbahnen von 
Leiterplatten aufgeldtet. Die durch die Metallisierung 
nicht verschlossenen, also offenen, Bohrungen werden 
durch dieses Verloten nicht verschlossen und bleiben 
often. 

Wenn mehrlagige Leiterplatten mit Durchkontaktie- 
rungen herzustellen sind, die nur durch einen Teil der 
Lagen gehen und durch auBere Lagen uberdeckt sind, 
wurde die in den offenen Bohrungen durch das Uber- 
decken verbleibende Luft sich bei einer Temperaturer- 
hohung ausdehnen und innere Risse hervorrufen kon- 
nen. 

Es ist daher zwingend, die metallisierten Bohrun- 
gen zu verschlieBen. Wenn dies mittels Siebdrucks er- 
folgt, bei dem bekanntlich mit einer Rakel ein pastoses" 
oderahnlich konsistentes Material durch eine Schablo- 
ne hindurchgedruckt wird, schwinden hierfur zur Verfu- 
gung stehende Materialien beim Ausharten, und es bil- 
det sich auf dem in einer Bohrung zuruckbleibenden 
Material eine Mulde. Diese ist aus den bei der Uberdek- 
kung von nichtgefullten Bohrungen erwahnten Grunden 
ebenfalls sehr storend. 

Zur Losung der geschilderten Probleme besteht ei- 
ne erste Variante der Erfindung in einem Verfahren zum 
Herstellen von Leiterplatten mit mindestens einer elek- 



trisch leitenden Durchkontaktierung, die in einer Boh- 
rung eines isolierenden Basis-Materials von einer er- 
sten Oberflache zu einer zweiten Oberflache verlauft, 
mit folgenden Schritten: 

5 

das Basis-Material wird 

- entweder auf der ersten und/oder auf der zwei- 
ten Oberflache mit einer ersten bzw mit einer 

10 zweiten zweischichtigen Folie, von der eine er- 

ste Schicht aus einer Cu-Folie und eine zweite 
Schicht aus einer Cu-Schicht besteht, derart 
verpreBt, daB die Cu-Folien am Basis-Material 
gut haften, 

is _ oder mit einer ersten bzw. mit einer zweiten Cu- 
Folie verpreBt, und darauf wird eine erste bzw 
eine zweite Cu-Schicht aufgebracht, 

es werden die Bohrungen erzeugt, 
20 - diese und die freiliegende Oberflache der ersten 
bzw. der zweiten Cu-Schicht werden mit einer drit- 
ten Cu-Schicht versehen, 

die metallisierten Bohrungen werden mit einem Iso- 
liermaterial oder mit einem Leitmaterial dadurch 
25 vollstandig gefullt, daB das Isoliermaterial bzw. das 
Leitmaterial auf die freiliegende Oberflache der drit- 
ten Cu-Schicht aufgerollt oder mit einer Rakel auf- 
gestrichen wird, 

die erste und die zweite Cu-Schicht werden zusam- 
30 men mit der dritten Cu-Schicht entfernt, 

uber die verbleibenden Cu-Folien uberstehende 
Teile des Isoliermaterials oder des Leitmaterials 
werden nach dessen Ausharten entfernt und somit 
die Oberflachen der Cu-Folien planarisiert, und 
35 - die Cu-Folien werden in ublicher Weise zur Herstel- 
lung von Leitungsmustern strukturiert. 

Nach einer bevorzugten Ausgestaltung der ersten 
Variante der Erfindung erfolgt das Ausharten des Iso- 

40 liermaterials bzw des Leitmaterials schon vor dem Ent- 
fernen der ersten, zweiten und dritten Cu-Schicht. 

In der FR-A 23 07 438, die der DE-A 25 1 5 706 und 
der AU-A 11 799/76 entspricht, ist ein Verfahren zum 
Herstellen von Leiterplatten mit mindestens einer elek- 

45 trisch leitenden Durchkontaktierung, die in einer Boh- 
rung eines isolierenden Basis-Materials von einer er- 
sten Oberflache zu einer zweiten Oberflache verlauft, 
mit folgenden Schritten beschrieben: 

50 - das Basis-Material ist ein Dunnschichtkupfer-Lami- 
nat, das 

- auf der ersten und der zweiten Oberflache mit 
einer ersten bzw. mit einer zweiten Cu-Folie 

55 versehen worden ist, 

es werden die Bohrungen erzeugt, 

auf die jeweilige Wand der Bohrungen wird eine er- 
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ste Cu-Schicht und auf die freiliegende Oberflache 
der ersten bzw. derzweiten Cu-Folie wird eine zwei- 
te bzw. eine dritte Cu-Schicht in einem einzigen 
Schritt aufgebracht, 

die erste und die zweite Cu-Folie werden zusam- 
men mit der zweiten und der dritten Cu-Schicht 
durch Abziehen entfernt, und 
die erste Cu-Schicht in den Bohrungen wird mittels 
Masken verstarkt. 

Bei diesem Verfahren werden die Bohrungen nicht 
gefullt, sondern sind dann, wenn die Cu-Folien zusam- 
men mit den Cu-Schichten abgezogen werden, often. 
Wie Versuche gezeigt haben, fuhrt dies aber dazu, daB 
sich am Rand der Bohrungen unregelmaBige AbriBkan- 
ten bilden. Diese sind jedoch unerwunscht. 

In der US-A 31 63 588 ist ein ahnfiches Verfahren 
zum Herstellen von Leiterplatten mit mindestens einer 
elektrisch leitenden Durchkontaktierung, die in einer 
Bohrung eines isolierenden Basis-Materials von einer 
ersten Oberflache zu einer zweiten Oberflache verlauft, 
mit folgenden Schritten beschrieben: 

das Basis-Material ist auf der ersten und der zwei- 
ten Oberflache mit einer ersten bzw. mit einer zwei- 
ten Cu-Folie versehen worden, 
darauf wird eine erste bzw eine zweite Kunststoff- 
schicht aufgebracht, 

es werden die Bohrungen erzeugt, die durch das 
Basis-Material, die Cu-Folien und die Kunststoff- 
Schichten hindurchgehen, so daB eine jeweilige 
Wandung der Bohrungen aus einem im Basis-Ma- 
terial liegenden ersten Teil, einem in den Cu-Folien 
liegenden zweiten und dritten Teil sowie aus einem 
in den Kunststoff-Schichten liegenden vierten und 
funften Teil besteht, 

die Wandungen der Bohrungen und dazu benach- 
barte Teile auf den Oberflachen der Kunststoff- 
Schichten werden durch Plattieren metallisiert, 
die Kunststoff-Schichten werden zusammen mit 
den benachbarten Teilen und den vierten und funf- 
ten Teilen der Wandungen entfernt, und 
die Cu-Folien werden in ublicher Weise zur Herstel- 
lung von Leitungsmustern strukturiert. 

Bei diesem Verfahren werden die Bohrungen eben- 
falls nicht gefullt, sondern sind dahn, wenn die Cu-Foli- 
en zusammen mit den Cu-Schichten bzw. die Kunst- 
stoff-Schichten abgezogen werden, often. Wie Versu- 
che gezeigt haben, fuhrt auch dies dazu, daf3 sich am 
Rand der Bohrungen wiederum unregelmaBige 
AbriBkanten bilden. Diese sind jedoch unerwunscht und 
werden daher in einem weiteren Metallisierungsschritt 
nochmals plattiert. 

Zur Losung der oben geschilderten Probleme be- 
steht eine zweite Variante der Erfindung in einem Ver- 
fahren zum Herstellen von Leiterplatten mit mindestens 
einer elektrisch leitenden Durchkontaktierung, die in ei- 



ner Bohrung eines isolierenden Basis-Materials von ei- 
ner ersten Oberflache zu einer zweiten Oberflache ver- 
lauft, mit folgenden Schritten: 

s - das Basis-Material wird 

- entweder auf der ersten und/oder auf der zwei- 
ten Oberflache mit einer ersten bzw. mit einer 
zweiten zweischichtigen Folie, von der eine er- 
10 ste Schicht aus einer Cu-Folie und eine zweite 

Schicht aus einer metallisierbaren Acrylnitril- 
Butadien-Styrol-Mischpolymerisat-Schicht be- 
steht, derart verpreBt, daB die Cu-Folien am 
Basis-Material gut haften, 
is - oder mit einer ersten bzw. mit einer zweiten Cu- 
Folie verpreBt, und darauf wird eine erste bzw. 
eine zweite metallisierbare Acrylnitril-Butadi- 
en-Styrol-Mischpolymerisat-Schicht aufge- 
bracht, 

20 

es werden die Bohrungen erzeugt, 
diese und die freiliegende Oberflache der ersten 
bzw. derzweiten metallisierbaren Acrylnitril-Butadi- 
en-Styrol-Mischpolymerisat-Schicht werden mit ei- 
25 ner ersten Cu-Schicht versehen, 

die metallisierten Bohrungen werden mit einem Iso- 
liermaterial oder mit einem Leitmaterial dadurch 
vollstandig gefullt, daB das Isoliermaterial bzw. das 
Leitmaterial auf die freiliegende Oberflache der er- 
30 sten Cu-Schicht aufgerollt oder mit einer Rakel auf- 
gestrichen wird, 

die erste bzw. die zweite metallisierbare Acrylnitril- 
Butadien-Sty rol-Mischpolymerisat-Sch icht werden 
zusammen mit der ersten Cu-Schicht entfernt, 
35 - Qber die verbleibenden Cu-Folien uberstehende 
Teile des Isoliermaterials oder des Leitmaterials 
werden nach dessen Ausharten entfernt und somit 
die Oberflachen der Cu-Folien planarisiert, und 
die Cu-Folien werden in ublicher Weise zur Herstel- 
40 lung von Leitungsmustern strukturiert. 

Nach einer bevorzugten Ausgestaltung der zweiten 
Variante Erfindung erfolgt das Ausharten des Isolierma- 
terials bzw. des Leitmaterials schon vor dem Entfernen 

45 der ersten und der zweiten metallisierbaren Acrylnitril- 
Butadien-Styrol-Mischpolymerisat-Schicht sowie der 
ersten Cu-Schicht. 

In "IBM Technical Disclosure Bulletin", Dez. 1968, 
Seite 733 ist ein Verfahren zum Herstellen von Leiter- 

50 platten mit mindestens einer elektrisch leitenden Durch- 
kontaktierung, die in einer Bohrung eines isolierenden 
Basis-Materials von einer ersten Oberflache zu einer 
zweiten Oberflache verlauft, mit folgenden Schritten: 

55 - das Basis-Material ist auf der ersten und der zwei- 
ten Oberflache mit einer ersten bzw. mit einer zwei- 
ten Cu-Folie versehen worden, 
darauf wird eine erste bzw. eine zweite Kunststoff- 
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schicht aufgebracht, 

es werden die Bohrungen erzeugt, die durch das 
Basis-Material, die Cu-Folien und die Kunststoff- 
Schichten hindurchgehen, so daB eine jeweilige 
Wandung der Bohrungen aus einem im Basis-Ma- 
terial liegenden ersten Teil, einem in den Cu-Folien 
liegenden zweiten und dritten Teil sowie aus einem 
in den Kunststoff-Schichten liegenden vierten und 
funften Teil besteht, 

lediglich die Wandungen der Bohrungen werden 

durch Plattieren metallisiert, 

die metallisierten Bohrungen werden mit einem Iso- 

liermaterial derart vollstandig gefullt, daB dieses auf 

die freiliegende Oberflache der ersten bzw. zweiten 

Cu-Schicht leicht uberquillt und einen Pilzkopf bil- 

det 

das Isoliermaterial wird ausgehartet, 
die Kunststoff-Schichten werden zusammen mit 
den Pilzkopf en entfernt, so daB die vierten und funf- 
ten Teile der Wandung als "Copper Burrs" und sie 
f ullende Teile des Isoliermaterials als "Resin Stubs" 
stehenbleiben, 

die Copper Burrs und die Resin Stubs werden ent- 
fernt und somit die Oberflachen der Cu-Folien plan- 
arisiert, und 

die Cu-Folien werden in ublicher Weise zur Herstel- 
lung von Leitungsmustern strukturiert. 

Uberstehende Teile, wie z.B. Copper Burrs oder 
Resin Stubs, werden in der Leiterplattentechnik meist 
durch Bursten entfernt. Sollen Copper Burrs und Resin 
Stubs jedoch gemeinsam entfernt werden, wie dies bei 
dem in "IBM Technical Disclosure Bulletin" beschriebe- 
nen Verfahren erforderlich ist, so ist dies deswegen 
schwierig, weil nicht nur von ihrer chemischen Zusam- 
mensetzung her, sondern auch von ihrer mechanischen 
Bearbeitbarkeit her extrem unterschiedliche Materialien 
entfernt werden mussen. 

Zur Losung der oben geschilderten Probleme be- 
steht eine dritte Variante der Erfindung in einem Verfah- 
ren zum Herstellen von Leiterplatten mit mindestens ei- 
ner elektrisch leitenden Durchkontaktierung, die in einer 
Bohrung eines isolierenden Basis-Materials von einer 
ersten Oberflache zu einer zweiten Oberflache verlauft, 
mit folgenden Schritten: 

das Basis-Material wird 

- entweder auf der ersten und/oder auf der zwei- 
ten Oberflache mit einer ersten bzw. mit einer 
zweiten zweischichtigen Folie, von der eine er- 
ste Schicht aus einer Cu-Folie und eine zweite 
Schicht aus einer selbsthaftenden Kunststoff- 
Folie besteht, derart verpreBt, daB die Cu-Fo- 
lien am Basis-Material gut haften, 

- oder mit einer ersten bzw. mit einer zweiten Cu- 
Folte verpreBt, und darauf wird eine erste bzw. 
eine zweite selbsthaftende Kunststoff -Folie 



aufgebracht, 

es werden die Bohrungen erzeugt, 
diese werden mit einem Leitmaterial dadurch voll- 
s standig gefullt, daB dieses auf die freiliegende 
Oberflache der selbsthaftenden Kunststoff-Schich- 
ten aufgerollt oder mit einer Rakel aufgestrichen 
wird, 

die selbsthaftenden Kunststoff-Folien werden ent- 
10 fernt, 

uber die verbleibenden Cu-Folien uberstehende 
Teile des Leitmaterials werden nach dessen Aus- 
harten entfernt und somit die Oberflachen der Cu- 
Folien planarisiert, und 
15 - die Cu-Folien werden in ublicher Weise zur Herstel- 
lung von Leitungsmustern strukturiert. 

Nach einer bevorzugten Ausgestaltung der dritten 
Variante der Erfindung erfolgt das Ausharten des Leit- 

20 materials schon vor dem Entf ernen der selbsthaftenden 
Kunststoff-Foiien. 

In der US-A 43 83 363 ist ein Verfahren zum Her- 
stellen von Leiterplatten mit mindestens einer elektrisch 
leitenden Durchkontaktierung, die in einer Bohrung ei- 

25 nes isolierenden Basis-Materials von einer ersten Ober- 
flache zu einer zweiten Oberflache verlauft, mit folgen- 
den Schritten beschrieben: 

die Bohrungen werden im noch unbeschichteten 
30 Basis-Material erzeugt, 

die Bohrungen werden in einem maskenlosen Full- 
schritt mit einem Leitmaterial vollstandig gefullt, 
das Basis-Material wird mit mindestens einer Cu- 
Schicht versehen, und 
35 - die Cu-Schicht wird zur Herstellung von Leitungs- 
mustern strukturiert. 

In der US-A 43 83 363 ist ein weiteres Verfahren 
zum Herstellen von Leiterplatten mit mindestens einer 
40 elektrisch leitenden Durchkontaktierung, die in einer 
Bohrung eines isolierenden Basis-Materials von einer 
ersten Oberflache zu einer zweiten Oberflache verlauft, 
mit folgenden Schritten beschrieben: 

45 - die Bohrungen werden im schon mit mindestens ei- 
ner Cu-Schicht versehenen Basis-Material erzeugt, 
die Bohrungen werden in einem maskenlosen Full- 
schritt mit einem Leitmaterial vollstandig gefullt, und 
die Cu-Schicht wird zur Herstellung von Leitungs- 
50 mustern strukturiert. 

In der US-A 43 83 363 ist somit lediglich das Fullen 
von Bohrungen in Leiterplatten mittels eines Leitmate- 
rials an sich beschrieben. 
55 Bei bevorzugten Weiterbildungen der drei Varian- 
ten der Erfindung und deren Ausgestaltungen wird, be- 
vor die Cu-Folien zur Herstellung von Leitungsmustern 
strukturiert werden, auf die Cu-Folien und die planar 



30 



35 



10 



15 



45 



50 



5 



7 



EP 0 865 231 A1 



8 



verschlossenen Durchkontaktierungen eine zusatzliche 
leitende Schicht aufgebracht. 

Der Grundgedanke der Erfindung besteht darin, zu- 
nachst eine im Verlauf des Verfahrens wieder zu entfer- 
nende Doppelschicht vorzusehen, dann die Bohrungen 
durch groGflachiges Aufbringen eines geeigneten Ma- 
terials (Isolier- oder Leitmaterials) vollstandig zu fullen 
und zu verschlieBen, dann die Doppelschicht zusam- 
men mit den darauf befindlichen Teilen des Materials zu 
entfernen, so daG nur Stubs dieses Materials allein uber 
die Bohrungen uberstehen, und dann die Stubs, die so- 
mit nur aus einem einheitlichen Material bestehen, zu 
entfernen und dadurch die Oberflachen der Leiterplatte 
planar zu machen. 

Ein wesentlicher Vorteil der Varianten der Erfindung 
besteht darin, daG vollstandig gefullte Bohrungen mit 
planarer Oberflache auf einfachere Weise, als es aus 
dem oben referierten Stand der Technik hervorgeht, er- 
zeugt werden konnen. Die ubliche Strukturierung der 
Leiterplatte zur Herstellung eines gewunschten Layouts 
kann damit wie an einer per se planaren Leiterplatte vor- 
genommen werden. Ferner sind keine RiGbildungen zu 
erwarten. 

Ein weiterer Vorteil der Erfindung besteht darin, daG 
bei deren erster und deren zweiter Variante die in alien 
Bohrungen einer Leiterplatte aufgebrachten Cu-Schich- 
ten praktisch dieselbe Dicke haben. 

Die Erfindung wird nun anhand der Figuren der 
Zeichnung naher erlautert, in der Ausfuhrungsbeispiele 
einer einzigen Durchkontaktierung perspektivisch, nicht 
maGstablich und in Zustanden dargestellt sind, wie sie 
sich nach einzelnen Schritten ders Verfahrensvarianten 
der Erfindung ergeben. Anhand einer Figur erlauterte 
Bezugszeichen werden in folgenden Figuren der Uber- 
sichtlichkeit halber nur wiederholt, falls es fur das un- 
mittelbare Verstandnis dieser folgenden Figur erforder- 
lich ist. 

Fig. 1 zeigt einen Ausschnitt aus einer beschichte- 
ten Leiterplatte, 

Fig. 2 zeigt die beschichtete Leiterplatte von Fig. 1 
mit einer darin angebrachten, im Schnitt dar- 
gestellten Bohrung, 

Fig. 3 zeigt die gebohrte Leiterplatte von Fig. 2 mit 
einer auf Cu-Schichten und in der Bohrung 
aufgebrachten Metallisierung, 

Fig. 4 zeigt die gebohrte Leiterplatte von Fig. 2 mit 
einer auf Acrylnitril-Butadien-Styrol-Misch- 
polymerisat-Schichten und in der Bohrung 
aufgebrachten Metallisierung, 

Fig. 5 zeigt die Leiterplatte von Fig. 3 mit einem in 
die Bohrung eingebrachten Isoliermaterial 
bzw. Leitmaterial, 



Fig. 6 zeigt die Leiterplatte von Fig. 5 nach dem 
Entfernen der Cu- bzw. Acrylnitril-Butadien- 
Styrol-Mischpolymerisat-Schichten, 

5 Fig. 7 zeigt die Leiterplatte von Fig. 6 nach dem 
Entfernen von Stubs des Isoliermaterials 
bzw. Leitmaterials, 
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Fig. 8 zeigt die gebohrte Leiterplatte von Fig. 2 mit 
darin eingebrachtem Leitmaterial, 

Fig. 9 zeigt die Leiterplatte von Fig. 8 nach dem 
Entfernen der selbsthaftenden Kunststoff- 
Folie, 

Fig. 10 zeigt die Leiterplatte von Fig. 9 nach dem 
Entfernen von Stubs des Leitmaterials, 

Fig. 11 zeigt die Leiterplatte von Fig. 7 nach dem 
Aufbringen einer zusatzlichen leitenden 
Schicht, und 

Fig. 12 zeigt die Leiterplatte von Fig. 10 nach dem 
Aufbringen einer zusatzlichen leitenden 
Schicht. 

Es sei vorausgeschickt, daG in den Figuren ein Aus- 
schnitt aus einer beidseits kaschierten, doppelseitigen 
Leiterplatte dargestellt ist, an der die Verfahrensschritte 
vorgenommen werden. Die Erfindung ist selbstver- 
standlich auch bei nur einseitig kaschierten Leiterplat- 
ten oder bei mehrlagigen Leiterplatten anwendbar, die 
auGen einseitig oder zweiseitig ein Leitungsmuster auf- 
weisen. 

In Fig. 1 ist ein Zustand einer Leiterplatte 1 darge- 
stellt, wie er sich nach folgenden Verfahrensschritten er- 
gibt: Ein isolierendes Basis-Material 2 ist auf einer er- 
sten und auf einer zweiten Oberflache 21 , 22 mit einer 
ersten bzw. mit einer zweiten zweischichtigen Folie 3, 4 
verpreGt. 

Die Folien 3 bzw. 4 bestehen aus einer ersten 
Schicht, die eine Cu-Folie 31 bzw. 41 ist, und aus einer 
zweiten Schicht 32 bzw. 42, die nach der ersten Variante 
der Erfindung eine erste bzw. eine zweite Cu-Schicht 
32' bzw. 42* oder nach der zweiten Variante der Erfin- 
dung eine erste bzw. eine zweite metallisierbare Acryl- 
nitril-Butadien-Styrol-Mischpolymerisat-Schicht 32" 
bzw. 42" oder nach der dritten Variante der Erfindung 
eine selbsthaftende Kunststoff -Folie 32* bzw. 42* ist. 

Die erste und die zweite zweischichtige Folie 3 bzw 
4 sind mit dem Basis-Material derart verpreGt, daG die 
Cu-Folie 31 bzw. 41 mit dem Basis-Material mechanisch 
unlosbar verbunden, jedoch chemisch strukturierbar ist, 
wie dies fur Cu-kaschierte Leiterplatten erforderlich und 
ublich ist. 

In Fig. 2 ist die beschichtete Leiterplatte von Fig. 1 
mit einer darin angebrachten Bohrung 5 gezeigt, die im 
Schnitt dargestellt ist. Die Bohrung geht durch das Ba- 
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sis-Material 2 und die beiden zweischichtigen Folien 3, 
4 vollstandig hindurch. 

In Fig. 3 ist der Zustand gezeigt, nachdem die ge- 
bohrte Leiterplatte 1 von Fig. 2 einschlieBlich der Boh- 
rung 5 nach der ersten Variante der Erfindung, z.B. 
naBchemisch galvanisch Oder naBchemisch stromlos, 
mit Cu in gleichmaBiger Schichtdicke metallisiert wor- 
den ist. Die Wandung der Bohrung 5 und die AuBensei- 
ten der Cu-Schichten 32', 42' sind nun mit einer dritten 
Cu-Schicht 6 durchgehend versehen. 

In Fig. 4 ist der Zustand gezeigt, nachdem die ge- 
bohrte Leiterplatte 1 von Fig. 2 einschlieGlich der Boh- 
rung 5 nach der zweiten Variante der Erfindung, z.B. 
naBchemisch galvanisch oder naBchemisch stromlos, 
mit Cu in gleichmaBiger Schichtdicke metallisiert wor- 
den ist. Die Innenseite der Bohrung 5 und die AuGen- 
seiten der Acrylnitril-Butadien-Styrol-Mischpolymerisat- 
Schichten 32" bzw. 42" sind nun mit einer ersten Cu- 
Schicht 6' durchgehend versehen. 

Die Fig. 5 zeigt den Zustand, nachdem die Leiter- 
platte 1 von Fig. 3 oder die Leiterplatte 1 von Fig. 4 zu- 
sammen mit der metallisierten Bohrung 5 mit einem Iso- 
liermaterial 7 oder mit einem Leitmaterial 7' vollstandig 
gefullt worden ist. Dieses FOIIen erfolgte durch ein sieb- 
druck-ahnliches Aufstreichen mit der oben erwahnten 
Rakel oder durch Aufrollen. Alle an einer konkreten Lei- 
terplatte erzeugten Bohrungen werden durch diesen 
Schritt mit dem Isoliermaterial 7 oder dem Leitmaterial 
T vollstandig gefullt. 

Die Fig. 6 zeigt den Zustand der Leiterplatte 1 von 
Fig. 5, nachdem die Cu-Schichten 32', 42' zusammen 
mit den darauf befindlichen Teilen der Leitschicht 6 (ent- 
sprechend Fig. 3) bzw. die Acrylnitril-Butadien-Styrol- 
Mischpolymerisat-Schichten 32" bzw. 42" (entspre- 
chend Fig. 4), z.B. durch Abziehen, entfernt worden 
sind. 

An den nunmehr freiliegenden Oberflachen der Lei- 
terplatte 1 verbleiben nur noch die Cu-Folien 31 , 41 , der 
in der Bohrung liegende Teil der Leitschicht 6 bzw. 6' 
und das Isoliermaterial 7 bzw. das Leitmaterial 7'. Die- 
ses steht uber die Oberflachen der Cu-Folien mit Stubs 
71, 72 vor. 

Die Fig. 7 zeigt den Zustand der Leiterplatte 1 von 
Fig. 6, nachdem die Stubs 71 , 72 des Isoliermaterials 7 
bzw. des Leitmaterials 7' nach dessen Ausharten ent- 
fernt und somit die Oberflachen der Cu-Folien planari- 
siert worden sind. Dies geschieht bevorzugt durch BOr- 
sten. Die Cu-Folien 31, 41 konnennun in Oblicher Weise 
zur Herstellung von Leitungsmustern strukturiert wer- 
den. 

Anstatt die Cu-Schichten 32', 42' zusammen mit 
den darauf befindlichen Teilen der Leitschicht 6 bzw. die 
Acrylnitril-Butadien-Styrol-Mischpolymerisat-Schich- 
ten 32", 42" schon vor dem Ausharten des Isoliermate- 
rials 7 bzw. Leitmaterials 7' zu entfernen, kann es auch 
von Vorteil sein, das Isoliermaterial bzw. das Leitmate- 
rial nach dem Einbringen in die Bohrungen zunachst 
auszuharten und erst danach die Cu-Schichten 32', 42' 



zusammen mit den darauf befindlichen Teilen der Leit- 
schicht 6 bzw. Acrylnitril-Butadien-Styrol-Mischpolyme- 
risat-Schichten 32", 42" zusammen mit den darauf be- 
findlichen Teilen der Leitschicht 6' zu entfernen. 
s Bei der nun zu erlauternden dritten Variante der Er- 

findung wird wieder von einem Zustand entsprechend 
Fig. 2 ausgegangen. Allerdings ist die Cu-Folie 31 bzw. 
41 hier mit einer selbsthaftenden Kunststoff-Folie 32* 
bzw. 42* beschichtet. 
10 Die Fig. 8 zeigt den Zustand, nachdem die Leiter- 
platte 1 von Fig. 2 in einem maskenlosen Fullschritt mit 
einem Leitmaterial 8 vollstandig gefullt worden ist. Dies 
erfolgte wieder durch ein siebdruck-ahnliches Aufstrei- 
chen mit der oben erwahnten Rakel Oder durch Aufrol- 
15 len. Alle an einer konkreten Leiterplatte erzeugten Boh- 
rungen werden durch diesen Schritt mit dem Leitmate- 
rial 8 vollstandig gefullt. 

Die Fig. 9 zeigt den Zustand der Leiterplatte 1 von 
Fig. 8, nachdem die selbsthaftenden Kunststoff-Folien 
32*, 42*, z.B. durch Abziehen, entfernt worden sind. An 
den nunmehr freiliegenden Oberflachen der Leiterplatte 
1 verbleiben nur noch die Cu-Folien 21 , 22 und das Leit- 
material 8. Dieses steht uber die Oberflachen der Cu- 
Folien mit Stubs 81, 82 vor. 

Die Fig. 10 zeigt den Zustand der Leiterplatte 1 von 
Fig. 9, nachdem die Stubs 81 , 82 des Leitmaterials 8 
nach dessen Ausharten entfernt und somit die Oberfla- 
chen der Cu-Folien planarisiert worden sind. Dies ge- 
schieht wieder bevorzugt durch BOrsten. Die Cu-Folien 
31 , 41 konnen nun in Oblicher Weise zur Herstellung von 
Leitungsmustern strukturiert werden. 

Anstatt die selbsthaftende Kunststoff-Folien 32*, 
42* schon vor dem Ausharten des Leitmaterials 8 zu 
entfernen, kann es auch von Vorteil sein, das Leitmate- 
rial nach dem Einbringen in die Bohrungen zunachst 
auszuharten und erst danach die selbsthaftende Kunst- 
stoff-Folien 32*, 42* zu entfernen. 

Die Fig. 11 und 12 zeigen noch eine bevorzugte 
Weiterbildung der drei Varianten der Erfindung. So ist in 
Fig. 11 die Leiterplatte von Fig. 7 noch mit einer zusatz- 
lichen leitenden Schicht 91 bzw. 92 versehen worden, 
die nun in Oblicher Weise zur Herstellung von Leitungs- 
mustern strukturiert werden kann. 

In Fig. 12 ist die Leiterplatte von Fig. 10 noch mit 
einer zusatzlichen leitenden Schicht 9V bzw. 92" verse- 
hen worden, die nun in Oblicher Weise zur Herstellung 
von Leitungsmustern strukturiert werden kann. 

Bei alien Varianten der Erfindung ist es auch mog- 
lich, anstatt die zweischichtige Folie 3 bzw. 4 zu verwen- 
den, das Basis-Material zunachst mit einer Cu-Folie zu 
verpressen und auf eine f reiliegende Oberflache dieser 
- somit einschichtigen - Cu-Folie nach der ersten Vari- 
ante der Erfindung eine Cu-Schicht oder nach der zwei- 
ten Variante der Erfindung eine metallisierbare Acrylni- 
tril-Butadien-Styrol-MischpoIymerisat-Schicht oder 
nach der dritten Variante der Erfindung eine selbsthaf- 
tende Kunststoff-Folie aufzubringen. 

Folgende Materialien werden bei der Erfindung be- 
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vorzugt verwendet: 

Als Basis-Material: ubliches FR 4 (FR = flame re- 
tarding); 

als Isoliermaterial: handelsubliche Epoxidharze mit 5 
hohem Feststoffanteil; 

als Leitmaterial: handelsublicher Ag- Oder Cu-halti- 
ger Leitkleber, wie er z.B. zum Befestigen der oben 
erwahnten SMD-Komponenten auf Leiterplatten 
benutzt wird,; 10 
als zusatzliche leitende Schicht: Cu. 



Patentanspruche 

15 

1. Verfahren zum Herstellen von Leiterplatten (1) mit 
mindestenseinerelektrisch leitenden Durchkontak- 
tierung, die in einer Bohrung eines isolierenden Ba- 
sis-Materials (2) von einer ersten Oberflache (21) 
zu einer zweiten Oberflache (22) verlauft, mit fol- 20 
genden Schritten: 

das Basis- Mate rial wird 

-- entweder auf der ersten und/oder auf der 25 
zweiten Oberflache mit einer ersten bzw. 
mit einer zweiten zweischichtigen Folie (3, 
4), von der eine erste Schicht aus einer Cu- 
Folie (31, 41) und eine zweite Schicht aus 
einer Cu-Schicht (32', 42') besteht, derart 30 
verpreBt, daB die Cu-Folien am Basis-Ma- 
terial gut haften, 

oder mit einer ersten bzw mit einer zweiten 
Cu-Folie verpreBt, und darauf wird eine er- 
ste bzw. eine zweite Cu-Schicht aufge- 35 
bracht, 

es werden die Bohrungen erzeugt, 
diese und die freiliegende Oberflache der er- 
sten bzw. der zweiten Cu-Schicht werden mit 40 
einer dritten Cu-Schicht (6) versehen, 
die metallisierten Bohrungen werden mit einem 
Isoliermaterial (7) oder mit einem Leitmaterial 
(7') dadurch vollstandig gefullt, daB das Isolier- 
material (7) bzw. das Leitmaterial (7') auf die 45 
freiliegende Oberflache der dritten (6) Cu- 
Schicht aufgerollt oder mit einer Rakel aufge- 
strichen wird, 

die erste und die zweite Cu-Schicht werden zu- 
sammen mit der dritten Cu-Schicht entfernt, 50 
Ober die verbleibenden Cu-Folien uberstehen- 
de Teile (71, 72) des Isoliermaterials oder des 
Leitmaterials werden nach dessen Ausharten 
entfernt und somit die Oberflachen der Cu-Fo- 
lien planarisiert, und 55 
die Cu-Folien werden in Oblicher Weise zur 
Herstellung von Leitungsmustem strukturiert. 



2. Verfahren zum Herstellen von Leiterplatten (1) mit 
mindestenseinerelektrisch leitenden Durchkontak- 
tierung, die in einer Bohrung eines isolierenden Ba- 
sis-Materials (2) von einer ersten Oberflache (21) 
zu einer zweiten Oberflache (22) verlauft, mit fol- 
genden Schritten: 

das Basis-Material wird 

- entweder auf der ersten und/oder auf der 
zweiten Oberflache mit einer ersten bzw. 
mit einer zweiten zweischichtigen Folie (3, 
4), von der eine erste Schicht aus einer Cu- 
Folie (31 , 41) und eine zweite Schicht aus 
einer metal! isierbaren Acrylnitril-Butadien- 
Styrol-Mischpolymerisat-Schicht (32\ 42') 
besteht, derart verpreBt, daBdie Cu-Folien 
am Basis-Material gut haften, 

- oder mit einer ersten bzw mit einer zweiten 
Cu-Folie verpreBt, und darauf wird eine er- 
ste bzw. eine zweite metal lisierbare Acryl- 
nitril-Butadien-Styrol-Mischpolymerisat- 
Schicht aufgebracht, 

es werden die Bohrungen erzeugt, 
diese und die freiliegende Oberflache der er- 
sten bzw. der zweiten metallisierbaren Acrylni- 
tril-Butadien-Styrol-Mischpofymerisat -Schicht 
werden mit einer ersten Cu-Schicht (6') verse- 
hen, 

die metallisierten Bohrungen werden mit einem 
Isoliermaterial (7) oder mit einem Leitmaterial 
(7') dadurch vollstandig gefullt, daB das Isolier- 
material (7) bzw. das Leitmaterial (7') auf die 
freiliegende Oberflache der ersten Cu-Schicht 
(6 1 ) aufgerollt oder mit einer Rakel aufgestri- 
chen wird, 

die erste bzw. die zweite metallisierbare Acryl- 
nitril-Butadien-Styrol-Mischpolymerisat- 
Schicht werden zusammen mit der ersten und 
der zweiten Cu-Schicht entfernt, 
Ober die verbleibenden Cu-Folien uberstehen- 
de Teile (71 , 72) des Isoliermaterials oder des 
Leitmaterials werden nach dessen Ausharten 
entfernt und somit die Oberflachen der Cu-Fo- 
lien planarisiert, und 

die Cu-Folien werden in ublicher Weise zur 
Herstellung von Leitungsmustem strukturiert. 

3. Verfahren zum Herstellen von Leiterplatten (1) mit 
mindestens einer elektrisch leitenden Durchkontak- 
tierung, die in einer Bohrung eines isolierenden Ba- 
sis-Materials (2) von einer ersten Oberflache (21) 
zu einer zweiten Oberflache (22) verlauft, mit fol- 
genden Schritten: 

das Basis-Material wird 
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— entweder auf der ersten und/oder auf der 
zweiten Oberflache mit einer ersten bzw. 
mit einer zweiten zweischichtigen Folie (3, 
4), von der eine erste Schicht aus einer Cu- 
Folie (31 , 41 ) und eine zweite Schicht aus 5 
einer selbsthaftenden Kunststoff-Folie 
(32*. 42*) besteht, derart verpreBt, daB die 
Cu-Folien am Basis-Material gut haften, 

— oder mit einer ersten bzw. mit einer zweiten 
Cu-Folie verpreBt, und darauf wird eine er- io 
ste bzw. eine zweite selbsthaftende Kunst- 
stoff-Folie aufgebracht, 

es werden die Bohrungen erzeugt, 
diese werden mit einem Leitmaterial dadurch is 
vollstandig get Gilt, daB dieses auf die freilie- 
gende Oberflache der selbsthaftenden Kunst- 
stoff-Schichten aufgerollt oder mit einer Rakel 
aufgestrichen wird, 

die selbsthaftenden Kunststoff-Folien werden 20 
entfernt, 

uber die verbleibenden Cu-Folien uberstehen- 
de Teile (81 , 82) des Leitmaterials werden nach 
dessen Ausharten entfernt und somit die Ober- 
flachen der Cu-Folien planarisiert, und 25 
die Cu-Folien werden in ublicher Weise zur 
Herstellung von Leitungsmustern strukturiert. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 , bei dem das Ausharten 
des Isoliermaterials bzw. des Leitmaterials schon 30 
vor dem Entfernen der ersten, zweiten und dritten 
Cu-Schicht erfolgt. 

5. Verfahren nach Anspruch 2, bei dem das Ausharten 
des Isoliermaterials bzw. des Leitmaterials schon 35 
vor dem Entfernen der ersten und der zweiten me- 
tallisierbaren Acrylnitril-Butadien-Styrol-Mischpoly- 
merisat-Schicht sowie der ersten Cu-Schicht er- 
folgt. 

40 

6. Verfahren nach Anspruch 3, bei dem das Ausharten 
des Leitmaterials schon vor dem Entfernen der 
selbsthaftenden Kunststoff-Folien erfolgt. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, bei 45 
dem, bevor die Cu-Folien zur Herstellung von Lei- 
tungsmustern strukturiert werden, auf die Cu-Folien 
und die planar verschlossenen Durchkontaktierun- 
gen eine zusatzliche leitende Schicht aufgebracht 
wird. so 
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